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Ÿ組裝流程架構

由Kinect取得影像資料

簡化、處理資料

迴歸分析

選擇、建構
虛擬模型

模擬組裝後影像

像素處理
降低資料維度，將資料簡單化，讓資料的特徵值更為突顯。

迴歸分析
對參數進行迴歸分析，讓虛擬模組可以和現實場景貼合的緊密度更高。

模型建構

分析組裝狀況

TM使用繪圖軟體-3Ds MAX ，建構需要之模型，以做後續虛實組裝。

影像呈現出虛實組裝，為了了解組裝後的情況，使用干涉原理分析其貼
合狀況，來判斷之間有無交集。

實體部分

虛擬部分

實虛組裝

影像資料
TM由Kinect 可以取得局部場景中的RGB影像及深度值影像。

虛擬模型座標、向量修正

將虛擬模組縮放旋轉，以符合實體場景迴歸的資料，以利後續組裝。

虛擬模型修正
迴歸資料

模型數據

     由於經濟全球化導致的專業分工，產品開發團隊可能散布於世界各國，如何有效的溝通，縮短產品開發時間，為新產
品開發的成功關鍵。本研究探討實際物件與虛擬模型的三維組裝，發展以深度感測裝置驅動之實虛組裝技術，輔助進行分散式的

TM產品設計與評估。採用Microsoft Kinect 作為深度感測器，對其擷取之深度及影像資料進行分析，提供無標記的虛實組裝，包括
指定「兩軸一平面」及「三平面」兩種組裝方式。此外提供干涉檢測功能，輔助了解實虛結合後的組裝可行性。

Kinect

影像呈現

摘 要

影像資料

影
像

呈
現

影像繪圖

Ÿ研究過程
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Ÿ結論與未來展望
結論:

1.RGB影像:
將場景以2D的方式存入資料中，像素點中各有R(red)、G(green)、
B(blue)三種參數表示顏色。

2.深度值影像:
將場景以3D方式存入資料中，像素點中各有X、Y、Z三種參數表示位置值。

1.灰階化:
將2D中RGB的參數統整，使參數由三維轉成一維。

2.二值化:
將灰階參數過濾雜訊，並且加入閥值，找出特徵值，找出組裝粗略位置。

1.平面迴歸:
深度值參數以迴歸方程式求出法向量(a,b,c)，為模組貼合之平面參數。

2.橢圓迴歸:
特徵值進行迴歸求出橢圓長軸、短軸及橢圓中心，當模組軸參數。

1.平移:
為了將模型可以正常縮放、旋轉，所以平移模型至原點。

2.縮放:
將模型比例縮放至所需大小，以符合實體之尺寸。

3.旋轉:
將模型向量旋轉至平面之法向量，帶入旋轉矩陣公式，使模型旋轉至所需之
方向。

干涉:
分割模型和平面成多組三角形片，判斷所有三角形片之交集，繪於影像上。

實作結果

干涉

1.
效提升設計鏈的整合與溝通效率，達成與顧客共同設計創新的概念。

本研究具相當高的創新性與實用價值，可降低設計與實際結果的差異，有

1.使用者的互動尚有進步的空間，目前僅繪製一些虛擬物件以供選擇，未來
 還可以擴充資料庫，並且設計更多變更參數提供給不同需求的使用者。

2.干涉檢測雖可判別虛實物件是否貼合完全，但其敏感度尚不能調整，未來
 之研究可以考慮擴增此部分之功能，讓使用者對組裝狀態更加一目了然。

未來展望:

1 .平移

2 .旋轉

3 .縮放

1 .灰階化

2 .二值化

1 .干涉

1 .平面回歸

2 .橢圓回歸

平面迴歸 平面迴歸
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